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Abstract (en)
[origin: US5250105A] A new family of palladium based metallization catalyst compositions is disclosed. These catalysts are used in a process
for the selective deposition of a metal on a substrate when a metallization mask (i.e. a plating resist) is used over the substrate. Processes and
compositions are also disclosed for manufacturing printed circuit boards, by using two metallization sequences, or one alone the latter comprising a
so-called "selective process." The process and composition are generally employed for the electroless plating of substrates, namely the metallization
of plastics, ceramics, anodized aluminum and other materials.

Abstract (fr)
Nouvelle famille de compositions catalytiques de métallisation à base de palladium. Ces catalyseurs sont utilisés dans un procédé de dépôt sélectif
d'un métal ou d'un substrat lorsqu'un masque de métallisation (c'est-à-dire un vernis photosensible) est utilisé sur le substrat. Sont également visés
des procédés et des compositions pour la fabrication de cartes à circuits imprimés basés sur deux phases de métallisation ou sur une seule, la
seconde formule faisant appel audit procédé "sélectif". Le procédé et la composition sont généralement employés pour le dépôt sans courant sur les
substrats, spécialement la métallisation des plastiques, des céramiques, de l'aluminium anodisé et d'autres matériaux.
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